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Abstract 



The method involves direct application of a metal foil (9) to at least one surface of the circuit board to form a 
circuit pattern, forming openings (3a,4)on the other side of the board to enable wire connections to be made 
to the circuit pattern and smoothing the surface of the metal foil on the opening side using ultraviolet light. 
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Die folgenden Angaban sind den vom Anmelder eingeretchten Unterlagen entnommen 

@ Gedruckte Schaltungsplatte 

(57) Gemafs der vorliegenden Erfindung umfaftt eine ge- ^ 5 7 R 

druckte Schaltungsplatte ein Substrat 1 einschlieftlich ei 
nes Teileinbringungsabschnitts 3, in dem ein elektrisches 
Teil 5 eingebracht werden kann, eine Vielzahl von Kon- 
taktanschlussen 2, die jeweils auf einer Oberflache des 
Substrats 1 ausgebildet sind und deren Oberflachen nach 
auften unter Bereitstellung extemer Kontakte freigelegt 
sind, sowie jeweils in der anderen Oberflache des Sub- 
strats 1 ausgebildeten Offnungen 4 zur Einfugung von 
Verbindungsdrahten 6, die zur Verbindung des in den Teil- 
einoringungsabschnitt 3 des Substrats einzubringenden 
elektronischen Teils 5 mit den verbundenen Kontaktan- 
schlussen 2 verwendet werden. Bei der gedruckten Schal- 
tungsplatte ist jeder Kontaktanschluft 2 aus einer Metall- 
folie 9 gebildet, die direkt und eng an dem Substrat 1 an- 
gebracht ist. Dadurch kann eine Verringerung der Hitzebe- 
standigkeit eines gedruckten Schaltungsplattes verhin- 
B den werden, welche auftrttt, wenn die zur Bildung der 
■ Kontaktanschlusse 2 verwenaete Metallfolie untcr Ver 
wendung eines Haftmittels rnit dem Substrat 1 verbunden 
ist. 
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Die vorliegencle Erfindung bczieht sich auf cine ee- 
druckie Schaltungspiaue. eme fC-Karte .hIlt GSP (Packung 
von OiipgmlSe). hci welchen die gedruckte Schalungsplatie 
verwendei wird. sowie aaf ein Verlahren zur Hersteliung der 
gedruckten Schaliungsp^atle. 

Bei der Hersidlung einer gedruckten Schalungsplatie 
w.rd. wie in Fig. 24(a) gezeigi, zunachst cm Haltmiitel 8 auf 
ene Oberflachc des Substrats 1 aufgetragen und das Sub- 
strai wie if Fig. 24(b) gezeigi gestanz:. urn dadurch cine 
Offnung 3a /urn Einbringen eines Toils sowie cine Vlel/ah. 
von Offnungen 4 /ur Einflihrung von Verbindungsdrahten 
/l hilden. Danaeh wird wie in Fig. 24(c) gezeigi eine Me- 
tabolic 9. wie cine Kupferfolie ode dergleichen. an e:ner 
Onenlache des Subs:rats 1 mil dem Haltmiitel 8 belesuei. 
AnsehlieBend wird die Metallfolic 9 minds Aizen oder der- 
gleichen /.ur Konfiguration cincr Schallung bcarbcitci, mi: 
dem Ergebnis, daB wie in Fig. 24(d) gezeigi Koniaktan- 
schlusse 2 ausgebildei werden, durch welche auBere Kon- 
taKic mil nach auBen hin freigelegten Oberflachen bereitge- 
stellt werden, Nebenbei werden die BcxienoDertlache der 
Ieileinbringungsoffnung 3a ebenso wie die enisprechenden 
Bodenoberfiacnen der Viei/ahl von Verbindungsdrahtoff- 
nuiigen 4 von diesen Korilaktanschlussen 2 gebildel. wobei 
jeder der auf der Bodenoberflache der Teileinbringungsoff- 
nung 3a gebildeien Koniaktanschlusse 2 ebenfalls die Funk- 
lion besiizi. das eiektronische Teil 5 fesizuhaJien. Nach der 
deranigen Konfiguraiion der Schallung werden, wie in Fig. 
24(o gezeigi. die Abschnitte der Schallung, welche den au- 
Beren Oberflachen der Koniaktanschlusse 2 emsprechen. 
ebenso wie die Abschnitte, welche den Bode noberfl ache n 
der Offnungen 3a und 4 gegenuberliegen. jeweils mil Ni und 
Au plattiert, urn dadurch zwei Arten von Deckplatlier- 
schichten 10a und 10b herzustellen. 

Alierdings isi jeder der Koniaktanschlusse 2. wie vorste- 
hend beschrieben, aus der Metallfolie 9 gebildel. welche 
mittelsdesIIaftmitteisSan dem Substrai 1 hafiei. und daher 
kann der KontaktansehluB 2 abbiattem, wenn eine Beein- 
trachtigung des Haflmitieis 8 aufgrund der Einwirkung ho- 
her Tempcraturcn hervorgerufen wird; das bedeutet, daB der 
KontaktanschluB 2 hinsichtlich der Hitzebestandigkeit em 
Problem darstellt. Zudem is! die Dicke der eednickle-n 
Schaltungspiaue durch die dem Hatmiittel 8 enisorechende 
Menge erhcht. was die Vernngerung der Dicke der gedruck- 
ten Schaltungspiaue erschwen. 

Da zudem die Offnungen 3a und 4 mittels Aussianzen ge- 
bildel werden, gibt es fur die Vernngerung der Durchmesser 
der Offnungen 3a und 4 eine Grenze und ist es zudem 
schwicng, den Abstand zwisehen den Offnunsen 3a und 4 
zu verringem. DaB heiRt, daB es hinsichtlich der Vernnge- 
rung derGroBe der gedruckten Schaltungspiaue eine Grenze 
gibt. 

Bei der jeweiligen Biidung der zwei Arten von Deckplat- 
tierschichten 10a und 10b auf dem Abschniti, welcher den 
auBeren Oberflachen der Koniaktanschlusse 2 cmsprieht. 
und aem Abschniti, welcher den Bodenoberflachen der Off- 
nungen 3a und 4 gegeniiberliegt. werden deranige Plattier- 
vorgange in gJeichen Vcrfahrensschrirt durchgefiihrt. Alier- 
dings isi es in der Wirklichkeit schwicng, derartig verschie- 
dene Aden von Piattierungen im gleichen Verfahrensschrin 
durchzutuhren: daB heiBt, daB der den auBeren Oberflachen 
der Koniaktanschlusse 2 entspreehende Abschniti mil Ni 
und glanzendem Au plattiert werden muB, urn dadurch die 
Dcckplatticrschichi 10a hcrzustcllcn. wohingegen der den 
Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4'ceceniibcrlic- 
gende Abschniti mil Ni und nfeh: glanzendem Auplattien 
werden muB, urn dadurch die Deckplattierschicht 10b herzu- 



stellen. 

Andererseiis ist das Herstellungsverlahren fur eine Schal- 
tungspiaue fur erne GSP in der nieht geprutien japanischen 
Patentveroffentlichungsschnti Hei 4-jh7h beschrieben 

Diese Technik weisi alierdings ein deraniges Problem 
aul. . daB bei der Biidung einer Offnung t wobei der Begriff 
"Ottnung" dem erfindungsgemaB verwendeien entspneht). 
welche sich bis /ur Ohertiache eines Schallmus:ers wie ei- 
nes Verbmdungsanschlusses crstrecki. e:n Kohlendioxid- 
io Laser \erwendet wird. Aufgrund der Vcrwendung des Koh- 
lencioxid-Easers kann jedoch das das Substrai bildende 
Harz nichi vollstandig entfemt werden. Wenn zudem ein 
pianerter Leiier aul der Oherflache des ScnaltniLSiers gebil- 
del wird oder der platuerte Eeiier imt der Oherflache des 
Schaltinusiers minds Loicn oder Bonden verbenden wird. 
besitzt eine deranige Verbindung nur eine eennce Zuverlas- 
sigkeit. 

Wic vorstchend beschrieben ist es die Aufgabc der vorlic- 
genden Erfindung, ein Verlahren zur Hersteliung einer ge- 
20 druckten Schaltungspiaue mil einer hohen Verbmdungszu- 
verlassigkeit einer Golddrahtverbindung oder einer Loi ver- 
bindung und hohen Vcrbindungsstarke an der Oherflache ei- 
ner Metallfolic an der Offnungsseite bereitzustellen. 

ErnndungsgemaB wird diese Aufgabc durch ein Verfah- 
23 rcn gernaB Anspruch 1 gelosi. 

Im ein/elnen laBt man einen Ultraviolett -Laser auf die 
Oherflache der Metallfolie an der Offnungsseite einwirken, 
urn so verbliebenen AusschuB. wie ein Har/ cxler derglei- 
chen. welcher aul der Oherflache der Folic zuruckgeblieben 
■*> ist. zu entfernen und somit eine Oberflachenschicht nut ei- 
nem unebenen Bindungsabschmtt aus/uschlieBen. Als Er- 
gebnis konnte eine glatte Oherflache erhalten werden. Auf- 
grund des Erhalts der glatten Oherflache konnte hci Vcrwen- 
dung dieser Schaltungspiaue fur eine IC-Karte eine hone 
« Draht-(Golddraht-)Bindungsstarke erhalten werden, und bei 
Verwendung dieser Schaltungspiaue fur eine (\SP konnte 
eine hohe Verhindungsstarke einer Ixitkugel erhalten wer- 
den. Als Ergcbnis wird cine gedruckte Schaltungspiaue mil 
hoher Vcrbindungszuverlassigkeit bereitgestellt. 
*> Wenn die vorliegende gedruckte Schaltungspiaue als ge- 
druckte Schaltungspiaue fur eine IC-Kanc verwendct wird. 
ist sie auBerordentlich hnzebesiandig und von kompakter 
GroBe sowie ebenfalls hinsichtlich der Freiheit der Plattie- 
rung an den Kontaktansehlusscn verbessen. 
•15 GemaB einer ersten erlindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird cm Verlahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungspiaue bereitgesteUt, welche ein durch direktes und en- 
ges Anbnngen einer Metallfolie auf nimdestens einer Oher- 
flache der Schaltungspiaue gebildetes Schaltmuster und je- 
» weils von der anderen Oherflache der Schaltungspiaue ge- 
bildete Offnungen zur elektrischen Verbindung des Schalt- 
niusters dadurch einschlieBt, wobei das Verlahren die 
Schritte umfaBi: 

Biidung der Offnungen von der anderen Oberflachenseite 
5* der Schaltungspiaue: und 

Glatten einer Oherflache der Metallfolic an der Offnungs- 
seite durch einen Ultraviolctt-Laser. 

GemaB einer zweiten errindungsgemaBen Ausgestaltung 
dicnt die Offnung zur Einfuhrung eines Vcrbindunesdrahts 
60 GemaB einer dritten ertindungsgeniaBen Ausgestaltung 
wird die Offnung nut eincm Lotmitiel eeiullu urn eine Lot- 
kugel aus zubilden. 

GemaB einer vierten ertindungsgeniaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen durch einen optischen Sirahl ein- 
6"> schlicGlich ernes C , 0 2 -Lascrs gebildel. 

GemaB einer funften erhndungsgeniaBen Ausgestaltung 
wird ein Subsirat verwendct. dessen beide Oberflachen mil 
Meialltohen beschichtet sind. und nach dem At/en der Me- 
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ta.lfolie un:er Bildung einer Offnung vwrd ein CO : - Laser 
mil einem Sirahl mil cinem grolkren Durchmesscr als die 
Oftnung auf den Offnungsabschnitt genchiet. um dadureh 
Oftnungen mi Subsirji /u hilden. 

Gemati cine: scehsten crfincungsgeniaL>en Ausgestaltung S 
w:rd em Suhstrat verwendet. das mi: einer Metallfo.ie, de- 
ren anhegende Obertlache oxidutionsbehandel: warde. oder 
mil einer oxicalionsbehandelien Metaiilolie. deren anlie- 
gende Kontakioberfiache einer Aufrauhbehandlung uruerzo- 
ncn wurde, beschiehtct ist. 10 

CiemaB einer siebten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
sehlieBt die Obertlache einer Metaiilolie auf der anderen 
()r»erllache des Substrats zur Ausbildung der Oftnungen 
minds Bestrahlung einer Obertlache des Substrats mil ei- 
nem (X) : -T>aser rmndestens ein Wanneschild oder ein Kuhl- 15 
rohr ein. 

GemaB einer achten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird bei der Besirahlung des Subsirats mil cinem (T>-Lascr 
unter Bildung der Oftnungen ein Strahlabschwachungsfilter 
ini Zentrum des optischen Strahlengangs angeordnet. 20 

GemaB einer neunten erfinaungsgemaBen Ausgestaltung 
wird der Excimer-Laser auf die Oftnungen gericntet. wah- 
rend dessen rerlektiertes Licht uberwacht wird. 

GemaB einer zehnten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Oftnungen mil Plasma behandeli. 25 

GemaB einer elften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Oft nungen mittels Sandstrahlen behandelt. 

GemaB einer zuolften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
w ird ein Substrat mil darauf beschichteten Metallfolien ver- 
wendet. werden ein oder mehrere Laser von SHG-YAG-La- 30 
sen THG-YAG -Laser, SHG-YLF-Laser und THG-YLF-La- 
ser auf das Substrat gerichtet, um dadureh Oftnungen zu bil- 
den. und die Metallfolien zur Konfiguration einer Schaltung 
bearbeitet, um dadureh Kontaktanschlusse zu bilden. 

Die Erfindung wird nachsiehend anhand von bevorzugten ^ 
Ausluhmngslonnen unter Be/.ugnahnie auf die begleiten- 
den /eichnungen genauer erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1(a) und (b) cine Ausfuhrungsfonn einer gedruckten 
Schaltungsplatte fur eine IC-Karte; insbesondere stellen die 
Fig. Kai und (b) jeweils Schnittansichten davon dar; -w 

Fig. 1(e) und (d) eine Ausfuhrungsfonn einer gedruckten 
Sehaitungsplatte fur eine CSP; insbesondere stellen die Fig. 
he) und (d) jeweils Schnittansichten davon dar; 

Fig. 2(a) bis (e) eine Austuhrungsform eines erfindungs- 
gemaBen Verfahrens zur Herstellung einer gedruckten 45 
Sehaitungsplatte; insbesondere stellen die Fig. 2ia) bis (e> 
jeweils Schnittansichten der gedruckten Schaltungsplatte 
der jeweils bei der vorliegenden Ausfuhrungsfonn durchge- 
fiihnen Schritte dar; 

Fig. 3(a) bis (b) Schritte zur Ausbildung von Oftnungen, 50 
welche beini vorstehend genannten Hersiellungsverfahren 
fur eine gedruckte Schaltungsplatte eingesetzt werden; ins- 
besondere stellen die Fig. 3(a) bis (b) jeweils Schnittansich- 
ten davon dar; 

Fig. 4(a) bis (b) Schntte zur Ausbildung von Oftnungen, 55 
welche beini vorstehend genannten Herstellungsverfahren 
fur eine gedruckte Schaltungsplatte eingesetzt werden; ins- 
besondere stellen die Fig. 4(a) bis ( b) jeweils Schnittansich- 
ten davon dar; 

Fig. 5(a) bis (c) Schntte zur Ausbildung von Oftnungen ft) 
mi vorstehend genannten Herstellungsverfahren fur eine ge- 
druckte Schaltungsplatte; insbesondere isi Fig. 5(a) eine 
Sennit tansicht davon. Fig. 5(b) eine Drautsicht davon und 
Fig. 5(ci eine graphische Darstellung emer Beziehung zwi- 
schen cinem Strahlcndurchmesscr und der Encrgic; 65 

Fig. 6 eine Sehnittansicht eines Scnritts des Waschens ei- 
ner Offnung. welcher beini vorstehend genannten Herstel- 
lungsverfahren fiir eine gedruckte Schaltungsplatte einge- 



setzt wird; 

Fig. 7 cine Schniitansicnt eines Sennits des Waschens ei- 
ner Offnung. weieher bei der zweiien Ausfuhrungsfonn ei- 
nes Herstellungsverfahrens tar eine gedruckte Schahung^- 
plat:e eingesetzt wird; 

Fig. 8 erne Schniuansieni eines Schntts des Waschens ei- 
ner Oftnung. welcher bei der zweiten Ausfuhrungsfonn ei- 
nes Hersiellungsverfahrens tar eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 9 erne Schniuansieni eines Schntts des Waschens ei- 
ner Oftnung. welcher bei der zweiten Ausfuhrungsfonn ei- 
nes Herstellungsverfahrens far eine gedruckte Schaltungs- 
platie eingesetzt wird: 

Fig. 10 eine Sehnittansicht eines Schntts des Waschens 
einer Oftnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsfonn 
eines Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 11 cine Sehnittansicht eines Schntts des Waschens 
einer Oftnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsfonn 
eines Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 12 eine Sehnittansicht eines Schritts des Waschens 
einer Oftnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsfonn 
eines Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platie eingesetzt wird; 

Fig. 13(a) bis (d) die jeweiligen Schritte. welche bei der 
dritten Ausfuhrungsfonn eines erfindungsgemaBen Herstel- 
lungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungsplatte einge- 
setzt werden; insbesondere sind die Fig. 13(a), (b), (c) und 
(d) jeweils Schnittansichten davon; 

Fig. 14 (a) und (b) jeweils SEM-Bilder, die durch Foto- 
grafieren der Bode noberfl ache einer in Fig. 13(a) gezeigten 
Oftnung erhalten wurden; 

Fig. 15(a) ein SEM-Bild. das durch Fot og rafieren der Bo- 
denoberflachc einer in Fig. 13(b) gezeigten Oftnung erhal- 
ten wurde; 

Fig. 15(b) ein SHM-Bild. das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer in Fig. 13(c) gezeigten Oftnung erhal- 
ten wurde; 

Fig. 15(c) ein SHM-Bild, das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer in Fig. 13(d) gezeigten Oftnung erhal- 
ten wurde; 

Fig. 16 ein SEM-Bild. das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer ini Substrat gebildeten Offnung erhalten 
wurde, naehdem die Offnung durch Bestrahlen mit einem 
Excimer-Laser behandelt wurde; 

Fig. 17 ein SEM-Bild. das durch Fotografieren der Bo- 
denoberfiache einer ini Substrat gebildeten Offnung erhalten 
wurde. nachdem die Offnung durch Bestrahlen mit einem 
Excimer-Laser behandelt wurde; 

Fig. 18 ein SEM-Bild. das nach Behandlung einer im 
Substrat gebildeten Oftnung durch Bestrahlung mit einem 
Excimer-Laser sowie Versehcn einer Kupferfolie auf der 
Bode noberfl ache der Offnung mit einer Deckplattierschicht 
durch Fotografieren des Anschmtts der Kupferfolie erhalten 
wurde; 

Fig. 19 ein SEM-Bild. das nach Behandlung einer im 
Substrat gebildeien Offnung durch Bestrahlung mit einem 
Excimer-Laser sowie Versehen einer Kupferfolie auf der 
Bode noberfl ache der Offnung mit einer Deckplattierschicht 
durch Fotografieren des Absehnitts der Kupferfolie erhalten 
wurde; 

Fig. 20(a) bis (c) eine vierte Ausfuhrungsfonn eines erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zur Hersiellung einer gedruckten 
Schaliungsplatte; insbesondere stellen die Fig. 20(a) bis (c) 
jeweils Schnittansichlen der jeweiligen Schritte dar. welche 
bei der vienen Ausfuhrungsfonn des Herstellungsverfah- 
rens fiir eine gedruckte Schaltungsplatte eingesetzt werden; 
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Hg. 2] cine ScnniMansichi eines Sennits zur AusbildunL 
einer Offnung. welchcrbei dervierien Ajsi uhrungsfenn des 
Herstellungsverfanrens fur cine gedruckte Schaitungsplatte 
ehgesem wmi; 

Hg. 22ia) b;s ic) cine sechs;c Ausfuhrungsform eines er- 5 
tindungsgemaBen Vert'ahrens zur Hersiellung eine: gedruck- 
ten Schaltungsplane: inshesondere siellen die Fig. 22(a) bis 
le) jeweiJs Schmttansichten der jeweiligen Schnuedar. wel- 
che bei der vienen Ausfuhrungstorm des Herstellungsver- 
lahrens :ur cine gedruckte Schaitungsplatte emgesetzi uer- lu 
den; 

Fig. .23 einc Scnnitlansichi eines Schrius zur Aushildung 
einer Offnung. welcher bei der sechsien Ausfuhrungsform 
des Hersiellungsverfahrens fur cine gedruckte Schaitungs- 
platte eingesetzi wire: und " is 

Fig. 24ia) bis (e) ein herkoinmliches Vertahren zur Her- 
sieliung einer gedruckten Sehaliungsplaiie; insbesondere 
stellcn die Fig. 24(a) bis (c) jeweils Schnittansichtcn der 
Sehrilte dar. weicne beim herkommliehen Vertahren emge- 
seizi werden. :o 

Als gedruckte Sehaliungsplaiie zur Verwendung in einer 
kleinen Verpaekung, einer CSP (Verpackung von Chip- 
GroBe) unc dergleichen mil ini wcscnilichen dergleichen 
GroBe wie ein Halbleiterchip 105, wie ein IC oder dcrglei- 
ehen. isi cine gedruckte Sehaliungsplaiie mil einer derani- 25 
gen Siruklur wie in Fig. 1(c) gezeigi bekannt. Bei dieser 
Sirukiur sind Anschlusse 102 auf einer Oberflache des Sub- 
sirats 101 sowie Offnungen 104 in dem Substrat 101 auf 
eine derail ige Weise ausgebildei, daB die Anschlusse 102 
die Bodenoherfiaehen der Offnungen 104 bilden. 30 

Zusatzlich werden jeweils Lotmittel 116 in die Offnungen 
104 und dadurch in nahen Kontakt mit den Anschlussen 102 
auf den Bodenoberflachen der Offnungen 104 gebracht. und 
gieichzeitig ragen die Lotmitiel 116 teilweise als Kugeln 
117 durch die Offnungsabschnitte der Offnungen 104 aus « 
der Oberrlache des Substrats 101 heraus. wodurch eine der- 
ariige CSP 138. wie in Fig. ltd) gezeigi. gebildet werden 
kann. Wcnn danach die Erhebungen 139 des Halbleiterchips 
105, wie einem IC oder dergleichen, mil den enisprechenden 
Anschlussen 102 durch Loien oder erne enisprechende Vcr- 40 
bindungsmaGnahme verbunden werden. kann der Halblei- 
terchip 105 in die CSP eingebaul werden. 

Als gedruckte Sehaliungsplaiie zur Verwendung in einer 
IC-Kartc oder dergleichen ist eine gedruckte Schaltungs- 
platte mil einer derartigen Siruklur wie in Fig. lia) gezeigi 45 
vorgeschlaeen. Bei dieser gedruckten Sehaliungsplaiie isi 
eine Vielzahl von Kontaktanschlussen 2 auf einer Oberrla- 
che des Subsirats 1 bereitgestellt; Teileinbringungsdffnun- 
gen 3a und Verbindungsdrahtoffnungen 4 sind in dem Sub- 
slrat 1 auf eine derartige Weise gebildet, daB die Koniakian- 50 
schliisse 2 jeweils die Bodenoberfiachen dieser Offnungen 
3a und 4 bilden: ein elekironisches Teil 5, wie ein IC oder 
dergleichen, ist in die Teileinbringungsoffnung 3a cinge- 
bracht; und das elekironiscne Teii 5 ist mil dcn^Komakian- 
schlussen 2 uber Verbindungsdrahte 6 durch die Verbin- 55 
dungsdrahtoffnungen 4 verbunden. Weiterhin ist ein versie- 
gelndes Harz aufgetragen, um dadurch das Subslrat 1 zu 
vcrsiegeln, so daB die so hergestellte gedruckte Sehaltuncs- 
platte ais Modul fur eine IC-Kane verwendet werden kann. 

ErtindungsgemaB wird als Substrat 1, wie in Fig. 2(a) ge- 60 
zcigt. eine Platte la nut aufgebrachier Harzschicht verwen- 
det. deren beide Oberflachen mit Metallfolien 9, wie Kur> 
ferfolien oder dergleichen, beschichlet sind. Die Platte la 
mil aufgebrachier Harzschicht, welche auf beiden Seiien mil 
Mctall beschichlet ist. kann auf folgcndc Weise hcrgcstcllt 65 
werden: Beispielsweise wird ein Substrat aus Glasfaser, wie 
Giaswolle oder dergleichen. mit einem heiChartenden Harz- 
lack wie Epoxidharz oder dergleichen impragnien. um da- 



durch ein mil Harz impragmenes Subslrat nerzusiellen. uer- 
den /wei oder mehr Stueke deraniger mil Harz impragnier- 
ter Substrate von Fall zu Pal! aufeinander gelagert und beide 
Seuendavon sanduichariig zuischen den Metallfolien 9an- 
geordnei, unter hrhnzen /ur Hartung des Harzes des mil 
Harz impragnienen Subsirats durc.n Walzen bewegi (eine 
Druckausiibung durch die Walzen isi nichi notwendig). mil 
den. ErgeDms. dab die Meiallloiien 9 autgesehiehiei und 
miitels des geharteien Harzes einstuckig mil dem mil Harz 
impragnienen Substrat verbunden werden. DaB heiBt. daB 
die Plane la mil aufgebrachier Harzschichi auf eine derar- 
tige Weise hergestellt werden kann. daB die Meiallloiien 9 
einstuckig auf beiden Obcrflachen des Subsirats 1. das aus 
den; mil Harz impragnienen Substrai gebildet ist. ausgebil- 
dei werden. Beispielsweise kann die'Platte la mil aufge- 
brachter Harzschicht auf eine deranigc Weise hergestellt 
werden. daB die Meiallloiien (Kupferfolicn ) 9 mil einer 
Dickc von 8 urn einstuckig aut beiden Obcrflachen eines 
Glasepoxidsubstrats 1 mil einer Dicke von 100 um ausgebil- 
det werden, um dadurch eine beschichtete Platte zu erzeu- 
gen. Die Platte la mit aufgebrachier Harzschicht. welche 
auf beiden Seiten mil Mciall beschichtet ist, kann als Sub- 
strai 1 verwendet werden. welches eine hohere Oberflaehen- 
glanheit und eine einheiilichere Dicke als einc ohne Auf- 
bnngen der Meiall/olien 9 auf beide Oberflachen herge- 
stellte beschichtete Platte aufweist. Es sollte zuderu hier be- 
merkt werden. daB die Metallfolien 9 nicht unter Verwen- 
dung eines Haftmittcls ar dem Sunstiai 1 gebunden sind. 
sondern dirckt und eng an dem Substrat 1 aufgrund der 
selbsthaftenden Wirkung ces im Substrat 1 enthaltenen Har- 
zes angebrachi sind. 

Hierbei besitzt das Subslrat 1, welches wie vorstehend bc- 
schrieben Glasfasern wie Giaswolle oder dergleichen ent- 
halt, eine ausgezeichnete Festigkeit, elektrische Isolierfa- 
higkeit sowie Feuchiigkeusbestandigkeit. Daher kann unter 
Verwendung des Subsirats 1, welches derartige Glasfasern 
enthalt. eine gedruckte Schaitungsplatte mit hoher Festig- 
keit, elektrischcr Isolierfahigkeit sowie Feuchtigkeitsbe- 
standigkeit hergestellt werden. 

AnschlieBend wird ein Atzresist an die an eine Oberrlache 
(beispielsweise die unierc Oberflache) des Subsirats 1 auf- 
gebrachte Meiallfolie 9 gebunden, wohmgegen kein Atzre- 
sist an die auf die andere Ohertlache (beispielsweise die 
obere Oberflache) des Substrats 1 aufgebrachte Meiallfolie 
gebunden wird. Xach der Belichtung und Entwicklung des 
Atzresists werden die zwei Metallfolien 9 jeweils geatzt, so 
daB wie in Fig. 2(b) gezeigi die Meiallfolie 9 auf einer Ober- 
flache des Substrats 1 fur die Konfiguration einer Schaltung 
unter Bildung von Kontaktanschlussen 1 bearbeitet wird. 
und gieichzeitig die Meiallfolie 9 auf der anderen Oberfla- 
che des Substrats 1 unter Freilegung der Oberflache des 
Substrats 1 entfernt wird. 

Da bei der vorliegenden Ausfuhrungsform, wie vorste- 
hend beschrieben. die Platte la mil aufgebrachier Harz- 
schicht welche auf beiden Obcrflachen nut Metall beschich- 
tet ist, als Substrai 1 verwendet wird, besitzi das Substrat 1 
im Vergleich zu einem Fall, bei dem eine beschichtete Platte 
ohne Aufbringen der Metallfolien 9 auf ihre Oberflachen 
hergestellt wird. eine hohere Oberflachenglattheit ebenso 
wie cine einheiilichere Dicke, wodurch die Herstellung ei- 
ner gedruckten Schaitungsplatte von hoher Qualitat- mdg- 
hch wird. Zudem werden die Kontaktansehlusse 2 aus der 
zuvor auf das Substrat 1 aufgebrachten Meiallfolie 9 herge- 
stellt, wodurch die Noiwendigkeit der Ausfuhrung eines 
hcrkommlich vcrwcndctcn komplizicrtcn Vorgangs umgan- 
gen wird, bei weichem nach dem Entfernen der zuvor auf 
beide Oberflachen des Substrats 1 aufgebrachten Metallfo- 
lien 9 vor der Bildung der Offnungen 3a und 4 die zur Bil- 
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dung der Kontaktanschlusse 2 verwendcte Metal llohe 9 er- 
ncut an das Substrat 1 angebracht wird. Dadurch wird die 
Mogliehkeit einer Verlangerung des Hersteilungsverfahrens 
sowie einer Erhohung des Material verlustes ausgeschlossen 
Weiterhin werden die Metalltolien 9 nichi unter Verwen- 5 
dung eines Haftmittels an das Substrat 1 genunden, sonciem 
direki autgrund der selbsthaftenden Wirkung des irn Sub- 
sirai 1 enthaltener. liar/es eng an das Substrat 1 angebracht, 
wodurch die aus einer derartiger; Metailtolie 9 gebildeten 
Kontaktanschlusse 2 cbentalls direkt und eng in Kontakt mi: 1') 
deni Substrat 1 gebraeht werden. uodurch das bei einem 
I all. bei welcheni die Metalltolien 9 unter Verwendung ei- 
nes Haft mine Is angebunden werden, entstehende Problem 
einer Beeinirachtigung der Kontaktanschlusse 2 hinsichtlich 
der Hitzebestandigkeit vennieden wird. Autgrund dessen ist 15 
die Hersiellung einer gedruckten Schaliungsplatte nut hohcr 
Bestandigkeit gegen Hitze moglich. Da zudeni die Verwen- 
dung eincs Haftmittcls nieht notwendig ist. kann die Dickc 
der gedruckten Schaltungsplatte vemngert werden. 

Nachdem die Metailtolie 9 zur Kon figuration einer Schal- 20 
tung bearbeitet ist und dadurch die Kontaktanschlusse 2 auf 
einer Oberflache des Substrats 1 auf die vorstehend be- 
schriebene Weise ausgebildet sind, werden zwei oder mehr 
Stucke einer Deckplattierschicht JOa jeweils auf den freige- 
legten Oberflachen der Kontaktanschlusse 2 auf eine in Fig. 25 
2(c) gezeigte Weise gebildet. Die Deckplattierschicht 10a 
kann durch Plattieren des entsprechenden Kontaktansehlus- 
ses 2 mil Ni und anschlieBendeni weiteren Plattieren des so 
Ni-plattierten Kontaktanschlusses 2 nut glanzendem Au er- 
halten werden. 

AnschlieBend wird das Substrat 1 zur Ausbildung der 
Offnungen 3a und 4 darin bearbeitet. Die Bearbeitung oder 
Bildung der Offnungen 3a und 4 kann durch Aufbringen ei- 
nes optischen Strahls auf das Substrat 1, von dessen Oberfla- 
che die Metal If olie 9 entfernt worden ist. errcicht werden, ^ 
wodurch der mit dem optischen Sirahl behandelte Abschniti 
des Substrais 1 entfernt wird. Soniit konnen, wie in Fig. 2(di 
gezeigt. die Offnungen 3a und 4 auf eine derartige Weise ge- 
bilde; werden. da£ die auf einer Oberflache des Substrats 1 
gebildeten Kontaktanschlusse 2 jeweils die Bodenoberfla- 40 
chen der Oftnungen 3a und 4 bilden. Da der Durchmesser 
des optischen Strahlenbiindels verringen werden kann. kon- 
nen die Offnungen 3a und 4 unter Verwendung des klcineren 
Durchmessers des optischen Bundels bearbeitet werden und 
gleichzeitig auf eine derartige Weise bearbeitet werden, daft 45 
der Abstand zwischen ihnen auf einen kleinen Wert einge- 
stellt wird. Daher konnen die Oftnungen 3a und 4 von gerin- 
ger GroBe in dent Substrat 1 so ausgebildet werden. daB sie 
in hoher Dichte angeordnet sind, wodurch die gedruckte 
Schaltungsplatte konipakt geniacht werden kann. 50 

In diesem Fall kann als optischer Strahl ein CX>-Laser 
verwendet werden. Da jedoch allein durch die Behandlung 
unter Verwendung des CO^Lasers die Oberflache der Me- 
tailtolie 9 nichi vollstandig freigelegt werden kann, kann mi 
letzten Schntt der Behandlung durch Bestrahlung mit einem 55 
Excimer-Laser anstatt des CO : -Lasers die Behandlung zur 
Entfemung von auf der Oberflache verbliebenen Staub in ei- 
nem perfekten MaB durchgefiihrt werden. Naturlich kann 
eine Behandlung unter Verwendung eines Excimer- Lasers 
von Beginn an durchgefiihrt werden. uni dadurch die Off- 60 
nungen 3a und 4 zu bilden. Fur eine schnelle Ausbildung der 
Offnungen 3a und 4 kann jedoch vorzugsweise zunachst der 
( 1 0 : -l.aser verwendet werden. 

Nebenbei bemcrkt, konnen ansielle des Schritts der Aus- 
bildung der Offnungen unter Verwendung cincs (T) -Lasers 65 
ehen tails anderc verse hiedene Sehritte. wie ein mechani- 
scher Schritt unter Verwendung von Sandstrahlen oder Sian- 
zen und dergleichen. eingesctzt werden. 



In einem derartigen Eall diem die zur Belestigung elektn- 
scher Teile 5 verwendete OtTnung 3a als spaier beschnehc- 
ner Teileinbnngungsabschmtt (Hohlraum) 3. und die zur 
TTindurchtuhning eines Verbindungsdrahts verwendeie Off- 
nung 4a dieni als VerbmdungsdrahtorYnung 4. Eine Vielzahl 
von Verbindungsdrahtoffnunger. 4 ist derart ausgebildet. 
daB die Verbindungsdrahtoffnungen 4 den Teiieinbnngungs- 
abschnitl 3a umgeben. Die Oftnungen 3a und 4 sind derart 
gebildet. daB die durch den 'leileinbnngungsabschniii 3a 
und die Verbindungsdrahtoffnungen 4 deftnierte Luckc am 
penpheren Abschnitt dazwischen nichi groBer als der 
Durchmesser der Verbindungsdrahtoffnungen 4 ist. Als Er- 
gebnis besitzt die Anordnung der Offnungen 3a und 4 eine 
hohe Dichte. wodurch die gedruckte Schaltungsplatte ver- 
kleinert wird. 

Da zudeni der Teilctnbnngungsabschnitt 3 (Hohlraum), 
in welchen das elektronische Teil 5 eingebracht werden 
kann, als Offnung 3a auf dicse Weise ausgebildet und zudem 
zur gleichen Zeit bearbeitet und ausgebildet wird, wenn die 
Verbindungsdrahtoffnungen 4 bearbeitet und ausgebildet 
werden, kann nicht nur die Zahi der Bearbeitungsvorgange 
verringen werden, sondem zudem, wenn das elektronische 
Teil 5 in den Teileinbringungsabschnitt 3 auf die vorstehend 
beschriebene Weise eingebracht wird, das elektronische Teil 
5 in der Offnung 3a aufbew ahn werden, wodurch das Her- 
ausragen des elektronischen Teils 5 auf der Oberflache des 
Substrats 1 verringert werden kann, wodurch wiederum die 
GroBe der gedruckten Schaltungsplatte fur eine IC-Karte. in 
der das elektronische Teil 5 angebracht ist, verringert wer- 
den kann. 

Als vorstehend genannter optischer Strahl kann ein CCh- 
Laser verwendet werden. DerCO : -Laser ist hinsiehtlich sei- 
ner Strahl ungsenergie leicht steuerbar, kann die Steuerung 
der Tiefen der Offnungen 3a und 4 bei deren Bearbeitung er- 
leichtern, kann leicht von einem isolierendem Material wie 
einem Epoxidharz oder dergleichen absorbiert werden und 
wirkt nur wenig auf die Metallfolien 9 wie Kupferfolien 
oder dergleichen ein. DaB heiBt. er durchdringt die Metallfo- 
lien 9 schlecht und verursacht kaum Risse darin. Aufgrund 
dieser Eigenschaften des CX) : -Lasers konnen unter Verwen- 
dung des CO—Lasers die Offnungen 3a und 4 bearbeitet 
werden, ohne daB sie viel Schaden dabei erleiden. Wenn bei- 
spielsweise der Strahl eines CX>2-Lasers mil einer Aus- 
gangsleistung von 1500 W. 300 nJ/Puls mit einer Energie- 
dichte von etwa 4 J/mnr auf die zu bearbeitende Oberflache 
gestrahlt wird, konnen die Offnungen 3a und 4 bearbeitet 
werden. 

Wie vorstehend beschrieben wirkt der CO-- Laser nur we- 
nig auf die Metallfolien 9 ein. Wenn es jedoch keine Aus- 
trittsmoglichkeiten gib:, besteht die Gefahr, daB durch den 
CO;-Laser die Metalltolien 9 beschadigt werden konnen. 
Angesichts dessen wird bei der in den Fig. 3(a) und (b) ge- 
zeigten Ausfuhrungsfornu wie in Fig. 3(a) gezeigt, an dem 
Substratabschnitt. in dem die Offnungen 3a und 4 bearbeitet 
werden solien. eine Hitzestrahlplatte 42 derart bereitgestellt. 
daB sie mil der Oberflache der Metallfolie 9 in Koniakt stent, 
und wie in Fig. 3(b) gezeigt ein CO^-Laser L auf das Sub- 
strat aufgebracht, um dadurch die Oftnungen 3a und 4 zu 
bilden. Als Hitzestrahlplatte 42 kann eine extrem warmelei- 
tende Metallplatte und dergleichen verwendet werden. 
Durch die Verwendung einer derartigen Hitzestrahlplatte 
kann eine autgrund der Anwendung des COrLasers L ent- 
stehende Hitze auf derartige Weise wie durch die Pfeile in 
Fig. 3(b) gezeigt abgestrahlt werden. wodurch die Hitzebc- 
schadigung der Metailtolie 9 verringert werden kann. 

Bei einer in den Fig, 4(a) und(b) gezeigten Ausfuhrungs- 
tomi wird ein Wasserkuhlungsrohr 44 verwendet, welches 
so aufgebaut ist, daB es in Zusammcnarbeit mit einem damit 
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verhundenen Kuhlwasserzufuhrrchr 43 die Xirku.aiion vor 
Kahiwasser gestaliei. In. she sonde re ist das Wasserkuhlunss- 
rohr 44 an den Absehnitien des Suhsirats 1. in denen die 
O'tnungen 3a jnd 4 bearbenei werden soiien. auf derartige 
Weisc angeordnet, da 13 sich das Wavserkuhiungsrohr 44 ir 
Kontaki nut der Oberflache der Meiailfolie 9 befindei. unc 
danach wird. wie in Fig. 9(b) gezeigt. ein COr Laser I. auf 
das Substra: 1 genchtet. urn dadurch die Oftnungen 3a und 4 
zu bearbeiien oder aus/.ubilden. GemaG aer vorliegenden 
\ as funning s form kann aufgrund der Anwendung des C(>r 
..asers L entsichende Hil/e mitiels des Wasserkuhlungs- 
rohrs 44 abgefuhrt werden. wodurch der Hitzesehaden der 
Metalifolien 9 verringer: werden kann. 

Bei der Bearbeitung ces Substrats 1 zur Bildung derOlT- 
nungen 3a und 4 unier Verwendung der Strahlung des COr 
Lasers. wie vorstehend beschneben. weisi der Zemraiab- 
schnit[ des Strahlendurchmessers eine siarke Energie auf, 
wenn der Strahlcnmodus des Kohlcndioxids. wic in Fig. 
5(C) gezeigt. ein Einfachmodus ist, wodurch sich die Gefahr 
erhoht, daB sich in den Zenrralabschnitien der Oftnungen 3a 
und 4 die Hitze auf den Absehnitien der Metalifolien 9. wel- 
che sich auf den Bodenoberflachen der Oftnungen 3a und 4 
behnden, konzentrieren und somii diese Abschnitte bescha- 
dieen kann Angesichts dessen wird bei einer in den Fig. 
5(a) bis ic) gezeigten Ausfuhrungsfonu ein Sirahlabschwa- 
ehungsfilter 45 im Zenirum des optischen Strahleneangs des 
CO-Lasers L angeordnet. Der Strahlenabschwachungsfiller 
45 kann aus synihetischem Quarz oder dergleichen mil ei- 
neni LichiiransmissionskoetTizdcnten von 70 bis 909 gebil- 
dei sein. Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform isi ein 
Strahlcnabschwachungsftlier 45 mil einem kleineren Durch- 
messer als der Sirahlendurchmesser des COrLasers L, wie 
in den Fig. 5(ai und fb) gezeigt, durch eine Vielzahl von Me- 
talldrahten 46 derail beiestigt, daS er im Zentrum des opti- 
schen Strahleneangs des COrLasers L angeordnet ist (in 
Fig. 5(b) ist der Strahlenbereich des CO : -Lasers L durch 
eine gepunktete Linie dargestelli ). Das bedeutet, daB bei An- 
wendung des COrLasers L zur Bearbeitung des Substrats 1 
unter Bildung der Oftnungen 3a und 4 und gleichzehiger 
Anordnung des Strahlenabschwachungsfilters 45 im Zen- 
trum des optischen S trail lengangs des COrLasers L die 
siarke Energie des zentralen Teils des Strahlendurchmessers 
ahgeschwacht werden kann, wodurch es moglich wird, die 
Iliize vor dem Auflreffen auf die Abschnitte der Metallfolie 
9 zuriickzuhalten. welche in den Zentralabschniiten der Oft- 
nungen 3a und 4 angeordnet sind wodurch eine Beschadi- 
gung der Metallfolie 9 aufgrund einer derartigen Hitzekon- 
zeniration verhindert werden kann. 

Als die beiden Seiten des Substrats 1 uberlagerten Metall- 
tolien 9 wird vorzugsweise eine Metallfolie verwendet, de- 
ren in Beriihrung mil dem Substrat 1 tretende Kontaktober- 
flache oxidationsbehandelt ist. Insbesondere wenn die Ober- 
flache der Metallfolie 9. wie einer Kupferfolic oder derglei- 
chen, oxidationsbehandelt wird. kann die Obertlache\ler 
Metallfolie 9 nicht nur dunkel getarbt, sondern auch aufge- 55 
rauht werden. Daher ist die Oberflache des in engen Koniakt 
mil dem Substrat 1 befindlichen Kontaktanschlusses 2. der 
aus einer derartigen cxidaiionsbehandelten Metallfolie 9 ge- 
bildet ist. gel arb l und aufgerauht. 

Daher wird bei einer derartigen Einwirkung des CO-La- 60 
sers L auf das Substrat 1, wie in Fig. 6 gezeigt, zur Bearbei- 
tung oder Ausbildung der Oftnungen 3a und 4 die Reflexion 
des CO r Lasers L auf der Oberflache des Kontaktanschlus- 
ses 2 vemngert, wodurch die Temperaturen der in der Nahe 
der Kontaktanschlusse 2 angcordnctcn Abschnitte des Sub- 
strats 1 erhoht werden konnen, wodurch sich die Moglich- 
keit verringern kann. daB ein nicht durch den CO^Laser L 
entferntes Harz in den Bodenabschmtten der Oftnungen 3a 
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und 4 /uruckbleiben kann. 

Neben der Me:allfolie 9. deren in engem Kontakt run dem 
Substrat 1 behndliehe Oberflache oxidationsbehandeli isi. 
kann auch en anderer T\p von Metalifolien 9 verwendei 
5 werden. dessen :n engem Koniakt mil dem Substrai 1 be- 
hndliehe Oberflache aufgerauht ist. Die Aufrauhbehandlunt: 
kann beispielsweise durch Verwendung einer waBngen Atz- 
losung aus 2 £ 'r Kuplerchlond und V7t Salzsaure bei einer 
Temperaiur von 3(fC und Kiniauchen der Metallfolie 9 in 
I'i die waBnge At/Josung fur 30 Minuten erreichi w erden. Das 
bedeutet im Fall des Kontaktanschlusses 2, der aus der so 
behandelten Metallfolie 9 gebildet isi. daB dessen in engem 
Kontakt mil dem Subslrat 1 behndliehe Oberflache aufge- 
rauht isi. Hntsprechend zum vorstehenden Fall isi bei der 
15 Einwirkung des COrLasers L auf das Substrai 1 zur Bear- 
beitung desselben und Ausbiidung der Oftnungen 3a und 4 
darin die Reflexion des COrLasers L auf der Oberflache des 
Kontaktanschlusses 2 genng, wodurch die Temperaturen 
der in der Nahe der Kontaktanschlusse 2 angeordneten Ab- 
20 schnitte des Substrats 1 erhoht werden, was zu einer Verrin- 
gerung der Moelichkeit fuhren kann. daB durch den COr 
Laser L nicht entfernies Harz in den Bodenabschmtten der 
Offnungen 3a und 4 zuriickbleiben kann. 

Wenn. wie vorstehend beschneben, die Offnungen 3a und 
^ 4 millets einer Bestrahlung durch einen optischen Strahl ge- 
bildet werden. besteht die Gefahr. daG die Harzschichl in 
den Offnungen 3a und 4 zuriickbleiben kann. Insbesondere 
wenn der COr Laser L als optischer Strahl verwendet wird. 
verbleibt eine Harzschichl mit einer Dicke in der GroGen- 
1 ordnung von 1 urn aufgrund des Einflusses der Laserwellen- 
lange leicht zuriick. Angesichts dessen werden nach der Be- 
arbeitung des Substrats 1 durch Bestrahlung mit dem opti- 
schen Strahl unter Bildung der Oftnungen 3a und 4. welche 
jeweils aus den Kontaktanschliissen 2 gebildete Bodenober- 
flachen einschlieGen. die Seitenoberflachen und Bodenab- 
schnitte der Offnungen 3a und 3 gewaschen. urn dadurch 
nicht nur das auf den Oberflaehen der Kontaktanschlusse 2, 
welche die Bodenoberflachen der Oftnungen 3a und 4 bil- 
den. sondern auch das auf den Seitenoberflachen der Off- 
nungen 3a und 4 ebenso wie in der Peripherie derOffnungen 
3a und 4 verbliebene Harz zu cntfernen. Dadurch kann die 
Verbindungszuverlassigkeit erhoht werden, wenn wie spater 
diskutiert die Verbindungsdrahte 6 mil den Kontaktan- 
schlussen 2 durch die Offnungen 4 verbunden werden. und 
gleichzeitig kann die Einbringzuverlassigkeit erhoht wer- 
den. wenn das elekironischc Teil in die als Teiieinbringungs- 
abschnitt 3 verwendete Offnung 3a eingebracht wird. 

Das vorstehend genannte Waschen zur Entlemung des 
verbliebenen Harzcs auf den Seitenoberflachen und Boden- 
oberflachen der Oftnungen 3a und 4 kann durch Behandlung 
der Oftnungen 3a und 4 mil einer Kaliumpermanganat-Lo- 
sung erreichi werden. Insbesondere kann zur Durchfuhrung 
des Waschvorgangs das Substrat 1 mit den darin gebildetcn 
Offnungen 3a und 4. wie in Fig. 7 gezeigt, in einen Limer 20 
oder dergleichen gebracht und anschliellend in eine Kaliuni- 
permanganat-Losung 21 eingetaucht werden. welche in ei- 
nem BehandlungsgefaT. 19 aufbewahrt wird. Beispielsweise 
wird zunachsi das Substrat 1 in die MLB 211-Losung, wel- 

C > h o ,° n Sipray Inc ' ncr ? csldl1 und auf cine Temperaiur von 
SOT eingestellt ist. fur tunf Minuten eingetaucht und da- 
durch aufgequollen. Danach wird das Substrat 1 in eine Ka- 
humpermanganat enthaltende Losung eingetaucht, insbe- 
sondere die ebenfalls von Sipray Inc. hergestellte MLB 213- 
Losung, und auf eine Temperaiur von 80°C fur 5 Minuten 
crhitzt und dadurch oxidicrt und zcrsctzt. Nach Waschen mit 
Wasser wird das Substrat I anschliebend in eine 10^-Sulfal- 
losung fur 5 Minuten eingetaucht, urn dadurch den Behand- 
lungsruckstand zu neutralisieren. Danach wird in einem 
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weiteren Wascmorgang fur das Subsirai 1 das Subsirat 1 mi: 
einer Kaliumpenr.anganat-Losung behandelt. 

Auch das Verlahren /ur Entfemung des auf den Sei:en- 
und Bodenoberflachen der Offnunger 3a und 4 verhliebener 
Har/cs kann durch Bestrahlung der OtYnungen 3a und 4 mi: 
einem Excimer-Laser auf durchgefuhrt werden. Beispiels- 
weise kann das Waschcr.. wie in Fij». 8 sc/eigu durch Rich- 
ten eines Excimer-Lasers E au: die OtYnungen 3a und 4 un- 
ler den folgenden Bedingungen durchgetunn werden: eine 
Bearbcitungsencrgiediehte von 3,0 nJ/enr/Puls, eine Wie- 
derholfrequen/ von KM) Hz und 10 Schusse. Bei diesen: 
Verlahren /um Wascnen der Seitenobertlachen und Boden- 
absehnitie der OtYnungen 3a und 4 unier Bestrahlung mil ei- 
neni Excimer-Laser konnen durch Auswahl der mil dem Ex- 
cimer-Laser zu bestrahienden Abschnitte die Abschnitte, 
welche deni Verlahren unterworfen vverden sollen, beliebig 
ausgewahlt werden. 

Das Rcflexionsvcrmogcn des Excimer-Lasers beziiglich 
der Metalliolie 9. wie einer Kupferfolie. liegt ini allgemei- 
nen im Bereich von 20 bis 3()9t. und wenn der Excimer-La- 
ser von der Metalliolie 9 auf den Bodenoberflachen der OtY- 
nungen 3a und 4 reflektien wird verringert sich die Effi- 
zienz der Entfemung des Harzes. Deshalb werden, wie in 
Pig. 9 gezeigt. renektierende PLatten 41 in den Periphenen 
der mil deni Excimer- Laser E zu bestrahienden Abschnitte 
angeordnet: das bedeutet, daB der von der Metalliolie 9 re- 
flektierte Excimer-Laser E von den reflektierenden Platten 
41 reflektien w ird. wodurch die emeute Einwirkung des Ex- 
cimer-Lasers auf die OrYnungen 3a und 4 und somit eine 
Steigerung der Entfernungseffizienz von verbliebenem Aus- 
schuB moglich wird. Zudem kann durch eine derartige An- 
ordnung der reflektierenden Platten 41, daB sie mil deni Ex- 
cimer-Laser E zu bestrahienden Abschnitte unigeben, ein 
Austritt des Exciiner-Lasers eingeschrankt und soniit die Si- 
cherheit erhoht werden. 

Wenn hierbei ais Metalliolie (Kupferfolie) 9 eine Metall- 
folie verwendet wird. welche eine in engem Kontakt mil 
deni Substrat 1 henndliehe aufgerauhte Oberflache ein- 
schlieBt. liegt die aufgerauhte Oberflachc des aus der Me- 
talliolie 9 gebildeten Kontaktanschlusses den Bodenoberfla- 
chen der Olinungen 3a und 4 gegenuber, wodurch sich die 
Gefahr einer Vemngerung der Verbindungszuverlassigkeit 
bei Verbindung und AnschluB des Verbindungsdrahtes 6 an 
den KontaktanschluB 2 durch die Offnung 4 erhoht. Da an- 
dererseits der Excinier-Laser bei kurzer Wellenlange im Ul- 
traviolett-Bereich arbeitet, stellt er nicht nur beziiglich des 
Harzes, sondem auch des Metalls, wie Kupfer. einen hohen 
Absorptionsfaktor zur Verfugung. Daher kann bei der 
Durchfuhrung des Waschvorgangs zur Entfemung des ver- 
bliebenen Ausschusses innerhalb der OrYnungen 3a und 4 
mittels Bestrahlung der OtYnungen 3a und 4 mil deni Exci- 
iner-Lasers. wie im vorstehend genannten Fall, gleichzcitig 
mil der Entfemung des verbliebenen Ausschusses die ex- 
treme Oberflachenschicht (mil einer Dicke in der GroBen- 
ordnung von 1 um) der Metalliolie 9 jeder der Bodenober- 
flachen der OtYnungen 3a und 4 geschmolzen werden, wo- 
durch die aufgerauhte Oberflache der Metalliolie 9 jeder der 
OtYnungen 3a und 4 geglatiet werden kann. Zudeni kann zu- 
satzlich zur Glattung der aufgerauhten Oberflache der Me- 
talliolie 9 die Oberflache der Metalliolie 9 gereinigt werden 
Da zudeni der Excimer-Laser nicht nur bei kurzer Wellen- 
lange arbeitet. sondern auch auf eine Bearbeitungsrate in der 
GroBenordnung von um gesteuert werden kann, kann durch 
die Verwcndung des Excimer-Lasers eine mogliche Bescha- 
digung der Metallfolicn 9 vemngert werden. DaB heiBt, die 
Moglichkeit der Verursachung eines Durchgangsloches oder 
eines Risses in der Mci all folic 9 kann vemngert werden. 

Bei der Durchfuhrung nicht nur der Entiernung des ver- 



bliebenen Harzes in den OrYnungen 3a und 4. sondem aueh 
der C ilattung und Reinigung der Metalltolie 9 auf den Bo- 
denoberflachen der Olinungen 3a und 4 mittels Bestrahlung 
mil deni Excinier- Laser, wie im vo-siehenden Ealk konnen 
5 die l:\eimer-Lascr-Bestrahlungsnedingungen vorzugsweise 
aus dem Bereich von 3 bis 10 J/cnr und 10 b:s 30 Schussen 
eingestellt werden. Wenn die Energie der l:\cimcr-Lascrbc- 
strahlung unicrhalb dieses Bereichs liegt. also dessen Starke 
weniger als 3 J/cnr und die Xahl der Schusse weniger als 10 

to betragt. kann die Glattung und Reinigung der Metalltolie 9 
auf den Bodenoberflachen der OrYnungen 3a und 4 nicht be- 
fnedigcnd erreient werden: und wenn andercrseits die Ener- 
gie der Excimer-Laserbestrahlung Liber diesem Bereich 
lieg:, also dessen Starke weniger als 10 J/cnr und die An- 

15 zahl der Schusse mehr ais 30 betragt, kann die Glatmng der 
Metalltolie 9 erreicht werden, aber es besteht die Gefahr, 
daB aufgrund des Einflusses der Schockwellcn eines derarti- 
gen Hochcnergie-Excimcr-Lascrs ncuc uncbene Abschnitte 
in den Meiallfolien 9 ausgebildet werden konnen. 

20 Auch bei der Durchfuhrung nicht nur der Entfemung des 
verbliebenen Harzes in den OtYnungen 3a und 4, sondem 
auch der Glattung und Reinigung der Meiallfolien 9 auf den 
Bode noberflac hen der OtYnungen 3a und 4 mittels Bestrah- 
lung mil dem Excimer-Laser, wie im vorsiehenden Fall. 

25 kann der Excimer-Laser vorzugsweise unter Aufzeichnung 
des rerlektienen Lichis des Excimer-Lasers eingesetzt wer- 
den. Die Aufzeichnung des reflektierten Lichts des Excimer- 
Lasers kann durch Verwendung eines EnergienieBgerates 58 
erreich: werden. Wie in Fig. 10 gezeigt ist das EnergiemeB- 

M) gerat 58 in Nachbarschaft zum Strahlenabschnitt des Exci- 
mer-Lasers E angeordnet und vorzugsweise kann das Ener- 
gienieBgerat 58 an einer derartigen Position angeordnet wer- 
den. an der sich das retlektiene Lichi nicht in den Schatten 
der Wandoberfliichen der OrYnungen 3a und 4 befindet; und 

*s zudeni kann das EnergiemeBgerat 58 vorzugsweise an einer 
derartigen Position angeordnet werden, die beziiglich zur 
Oberflache im rechten Winkel zur Bestrahlungsoberflache 
des Excimer-Lasers E einen groBen Winkel aufweist. Im 
friihen Stadium der Bestrahlung mil dem Excimer-Laser ist. 

40 da an den Oberflachen der Meiallfolien 9 an den Bodenober- 
flachen der OtYnungen 3a und 4 immer noch uncbene Ab- 
schnitte vorhanden sind, die DilYusionsreflexion des Exci- 
mer-Lasers groB und somil die Menge an in das Energie- 
meBgerat 58 eingehenden refiektiertem Licht hoch. Wenn 

45 jedoch die Bestrahlung mil dem Excimer-Laser kontinuier- 
lich durchgefuhrt wird, werden die Oberflachen der Metall- 
lolien 9 auf den Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 
aufgrund der geschmolzenen Oberflachenschichten der Me- 
taillolien 9 geglatiet, so daG die DilYusionsreflexion des Ex- 

S*) cimer-Lasers verringert und somit die Menge an in das 
EnergiemeBgerat 58 eingehendem Licht verringert wird. 
DaB heiBt. wenn die Bestrahlung mil dem Excimer-Laser 
unter Uberwachung des reflektierten Lichts des Excimer- 
Lasers durch das EnergiemeBgerat 58 durchgefuhrt wird, 

55 kann nicht nur der Grad der Glattheit der Oberflachen der 
Meiallfolien 9 auf den Bodenoberflachen der OtYnungen 3a 
und 4 gesteuen werden, sondern konnen auch die Verande- 
rungen des Grades der Glattheit der Oberflachen der Metall- 
lolien 9 auf den Bodenoberflachen 3a und 4 verringert wer- 

6-) den. 

Wenn nicht nur das verbliebene Harz in den OtYnungen 3a 
und 4 en if em;, sondem auch die Meiallfolien 9 auf den Bo- 
denoberflachen der Olinungen 3a und 4 geglatiet und gerei- 
nigt werden. kann vorzugsweise auch ein Kurzpuls-Intrarot- 
<V5 laser verwendet werden. Da cin Laser im allgemcincn Intra- 
rot bereich mil einer Puisbreite in der ( iroBenordnung von us 
einen groBen Absorptionsk<x*fti/ienten beziiglich der Me- 
talllolien 9, wie einer Kupfertblie. bei der themiischcn Be- 
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arbei:ung zeigt. uirJ sc.hsi hci Ausnehtung des deranigen 
Lasers auf die Oberfiacne der Metaillolie 9 des sen Laser- 
strah; groKtenteils retlektien und die verbliehenen Teile des 
Lasersirahls ehen falls innerhalh der Meiallfolie 9 Ihemnscb 
diilundiert, wodurch die (ilaiiung der Obertlache der Me- 
iallfolie 9 erscnuen wird. Wenn andererseiis ein Kurzpuls- 
Infraroilaser im Infraro:bereich, abcr mil einer Pulsbreite 
von ](J b:s IU ■- tdal.; neibl 1 bis UW femio- )s verwende: 
w:rd. sielli der Laser mehi nureine hohe Spitzenenergie zur 
VertLgung, sondern anderf sich auch der Arneitszustand von 
thermiseher Bearbeiiung /.ur Abriebbearbeitung. wodurch 
cine Bearneitung der Metaillolie 9, wie einer Kupfertolie. 
moglich wird and dadurch die Metalltblien 9 auf den Bo- 
denoberlachen der Oftnungen 3a und 4 geglattet and ^erei- 
nigl werden konnen. Als Bestrahlungsbedingungen des 
Karzpuls-Inlrarot lasers konnen vorzugsweise 10^ bis 5U 
J/cnr und 10 his 5(J Scnusse und eine Pulsbreite vorzugs- 
weise in der GroBcnordnung von 10 bis 50 fs ausgcwahk 
werden. 

Das Waschen /ur Enttemung des verbliehenen Harzes auf 
den Seiienoberflachen der Oftnungen 3a und 4 cbenso wie 
aut den Bodenabschnitien der Offnungen 3a und 4 kann 
ebenlalls durcn Behandlung der Oilnungen 3a und 4 mil 
Plasma crreieht werden. Beispielsweise wird nach Evakuie- 
rung eines Vakuumbehallers 22 auf U.(XX)1 Torr ein aus Ar- 
Gas (Stromungsgescnwindigkeit: 50 cmVmin) und Sauer- 
stoffgas (Sironiungsgesehwindigkeit: 50 cmVmin) beste- 
hendes Gasgemisch in den Vakuumbehalter 22 eingeleitet 
oder nach Bedarf (1- (Stromungsgeschwindigkeil: 50 
cmVmin) zusatzlieh in den Vakuumbehalter 22 eingeleuet, 
wodurch der Druck des Innenteiis des Vakuumbehalters 22 
auf 0,1 Torr eingestellt wird. Danach wird das Subs trat 1 mil 
den dorin gebildeten Oftnungen 3a und 4 in den Vakuunibe- 
halter 22 auf die in Fig. 11 gezeigte Weise gegeben und fur 
einige Minuten eine Plasmaanwendungsleistung von 60 W 
(mil einer Hochfrequenz von 13.56 MHz) zur Erzeugung 
von Plasma 23 angelegt, so daB die Seiienoberflachen und 
Bodenabschnitte der Oftnungen 3a und 4 mil dem so er- 
zeugten Plasma gewaschen werden konnen. 

Weiterhin kann das Waschen zur Entlernung des verblie- 
henen Harzes auf den Seiienoberflachen der Oftnungen 3a 
und 4 ebenso wie auf den Bodenabschnitten der Oftnungen 
3a und 4 auch durch Sandstrahlen der OtYnungen 3a und 4 
erreicht werden. Beispielsweise wird Aluminiumoxidpuiver 
mil einem Teilchendurchmesser von 5 urn als Abriebmiitel 
24 verwendei, und die Abriebmiitel 24 werden auf das Sub- 
strat i von der Seite, auf der sich die Offnungen der Oftnun- 
gen 3a und 4 bcrinden. fur mehrere Minuten bei einem Luft- 
druck von 5 kg/cnr mittels einer Sandstrahlvorrichtung ge- 
geben. wie in Fig. 12 gezeigt, wodurch die Sandstrahlbe- 
handlung der Offnungen 3a und 4 erreicht wird. Da das 
Sandstrahlen eine anisotrope Bearbeitung darstellt, bei der 
nur die Obcrfiachen der mil den Abriebmitteln 24 kollidie- 
renden Oftnungen 3a und 4 behandelt oder sandgestrahli 
werden. kann das Harz der inneren penpheren Oberflachen 
der Oftnungen 3a und 4 vor Schaden bewahrt werden. 

Durch die vorstehend beschriehenen Schrilte wird die er- 
findungsgemaGe gedruckte Schaltungspiatte A hergestellt. 
Die elektrischen Teile 5. wie ein IV oder dergleichen, wer- 
den in die als Teilcinbringungsabschnitt dienende OtTnung 
3a eingebracht und an dem KontaktanschluB 2 befestigt (als 
Ergebms besitzt der KontaktanschluB eine Haltefunktion fur 
die elektrischen Teile 5). Danach werden die elektrischen 
Teile 5 und der KontaktanschluB 2 durch das Verbindungs- 
draht 6 durch die Verbindungsdrahtoffnung 4 verbunden. 
AnschlieBend wird. wie in Fig. Ua) gezeigt, das Versiege- 
lungsharz 7 aufgegossen. urn das IC- K arte n mod ul herzu- 
stellcn. Bei dieser Ausfuhrungsform sind die Oftnungen 3a 



tur den Teilehbnngungsabschniit 3a im Substrai 1 gehddei. 
lis is i moglicn, daB die Oacrflache des Subsirais 1 als Tei- 
laufbnngungsabsehnitt 3 dient, so daB die elektrischen 
"eile. wie in Fig. lib) ge/eigt, anstait in derOftnung 3a dar- 
jut befestigt werden. 

Nebenbei henierkt ist in Fig. 13(a) ein Zusiand gezeigt. 
bei dem das .Substrai 1 unter Verwendung eines C'O^-Lasers 
als opuseher Sirahl und unter den Bedingungen einer Bear- 
beitungsenergie von 16.7 mJ/R einem Oszillarionssirom- 
i" wcr: von 13.0 A. einer Pulsbreite von 16 us und 3 Schussen 
zur Ausbildung der Oftnungen 3a und 4 des Substrats 1 be- 
arbeitet wird. wobei das Harz 67 in den Bodenabschnitten 
der Offnungen 3a und 4 zuruekbleibt. Hierbei ist cas Sub- 
strai 1 aus einer Glasplane la mil aufgebrachier Mpo.xid- 
1> schicht mil einer Dicke von 70 pm gebiideu wahrend die 
Metaillolie 9 aus einer Kupfertolie mil einer Dicke von 18 
pmgebildet ist. In Fig. 14(a) isi ein miitels eines Rasierelek- 
ironcnmikroskopcs fSEM) aufgcnonmiencs Bild gezeigt, 
bei welchem die in Fig. 13(a) gezeigten Offnungen 3a und 4 
20 lotograhert sind. und in Fig. U(b) ist ein weiteres SEM-Biid 
gezeigt bei welchem die Oftnungen 3a und 4 auf wciter ver- 
groBerte Weise Iotografiert sind. In Fig. 13(b) ist ein Zu- 
siand gezeigt, bei welchem das auf den Bodenoberflaehen 
der Offnungen 3a und 4 verbliebene Harz 67 durch Bestrah- 
25 len der Oftnungen 3a und 4 mil dem Exeimer- Laser entfernt 
ist, wahrend Fig. 15(a) ein SEM-Bild darstellt. bei welchem 
die Bodenoberflaehen der laserbestrahlten OtYnungen 3a 
und 4 fotografiert sind. In Fig. 13(c) ist em Zustand gezeigt. 
hei welchem die Obertlache der Metaillolie 9 auf jeder der 
30 Bodenoberflaehen der Oftnungen 3a und 4 durch Waschen 
der Offnungen 3a und 4 mil Salzsaure geglattet ist, wahrend 
Fig. 15(b) ein SEM-Bild darstellt, bei welchem die Boden- 
oberflaehen der mit Saure gewasxhenen Oftnungen 3a und 4 
fotografiert sind. In Fig. 13(d) ist ein Zustand gezeigt, bei 
« welchem die Oberflache der Meiallfolie 9 jeder der Boden- 
oberflaehen der Oftnungen 3a und 4 mit einer Deckplattier- 
schicht 10b. welche aus einer ^Combination einer Ni-Plattie- 
rung mit einer Dicke von 1 urn und einer Au-Plattieruna mil 
einer Dicke von 0.3 urn besteht, versehen ist. wahrcndFig. 
15(c) ein SEM-Bild darstellt, bei welchem die Bodenober- 
flaehen der derart oberflachcnplattierten Offnungen 3a und 4 
fotografiert sind. Wie aus den in den Fig. 15(a) bis (c) ge- 
zeigten SEM-Bildern ersichtlich ist. kann bestatigt werden. 
daB das verbliebene Harz 67 auf den Bodenoberflaehen der 
45 Offnungen 3a und 4 durch Bestrahlung mil dem Excimer- 
Laser entfernt werden kann, und aulgrund des Waschens mil 
Saure nicht nur die Oberflachen der" Metalltblien 9 auf den 
Bodenoberflaehen der Offnungen 3a und 4 geglattet, son- 
dern auch der Zustand der Deckplattierschicht 10b verbes- 
50 sen werden kann. 

Auch die Fig. 16 und 17 sind jeweils SEM-Bilder, bei 
welchen die Oberflachenzustande der Metalltblien 9 auf den 
Bodenoberflaehen der Offnungen 3a und 4 fotografiert sind, 
wobei die Oftnungen 3a und 4 des Substrats 1 mit einem Ex- 
55 rimer-Laser auf die in Fig. 8 gezeigte Weise unter Anderung 
der Excimer-Laserstrahlungsbedingungcn bestrahli wurden. 
Insbesondere zeigen die Bilder auf der linken Seite von Fig. 
16 jeweils die Oberflachenzustande der Metallfolie 9 bei 
Bestrahlung mit dem Excimer-Laser mit 5 Schussen unier 
60 den Bedingungen von 1,1 J/cnr, 1.8 J/cm : , 2,5 J/cnr, 3,2 
J/cm : , 3,9 J/cnr. 4,6 J/cnr und 5.3 J/cnr in abnehmender 
Reihenfolge; wahrend die Bilder auf der rechten Seite von 
Fig. 16 jeweils die Oberflachenzustande der Metallfolie 9 
bei Bestrahlung mit dem Excimer-Laser mit 10 Schussen 
65 unter den Bedingungen von 1J J/cnf, 1.8 J/cm : , 2,5 J/cnr, 
3,2 J/cnr, 3,9 J/cm : , 4.6 J/cnr und 5,3 J/cnr in abnehmen- 
der Reihenfolge darstellen. Zudem zeigen die Bilder auf der 
linken Seite von Fig. 17 jeweils die Oberflachenzustande 
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der Metallfolie 9 he: Bestrahlung mil dent Hxeirner-Laser 
mil 15 Schiissen unicr den Bedingungen von 1.1 J/cnr. 1> 
.T/enr. 2.5 J/cnr. 3.2 J/enr\ 3.9 J/cnr, 4.0 J/cnr und 5.3 
J/cnr in abnehmender Keihenfolge; wahrend die Bilder au*" 
der rechien Seiie von Fig. 17 jeweils die Obertlachenzu- 5 
siande der Metallfolie 9 bei Bestrahlung mil dem I:\eimer- 
Laser mil 20 Scnussen unier den Bedingungen von 1.1 
J/em : . 1.8 J/cnr. 2.5 J/cnr\ 3.2 J/cnr. 3,9 J/cnr, 4.6 J/cnr 
und 5.3 J/cnr in abnehmender Reihenfolge darstellen. 

Weiterhin sind die Fig. 18 und 19 jewcilsSHM-Bilder.be: io 
denen die Zustande des Abschnitts der Metallfolie 9 auf je- 
der der BodenoberOachen der Otfnungen 3a und 4 fotogra- 
heri sine, uobei die OtYnungen 3a und 4 des Substrats 1 mi: 
einem I:\cimer-Laser auf die in Fig. 8 gezeigte Weise unier 
Anderung der Fxeinier-Laserstrahlungsbedingungen be- is 
strahit wurden. und danach die Obertlache der Mel all folic 9 
auf jeder der Bodenoberflachen der OtYnungen 3a und 4 mil 
der aus einer Ni-Platticrung und cincr Au-Platiicrung beste- 
henden Deekpiattiersehicht 10b versehen wurde. Insbeson- 
dere zeigen die Bilder auf der iinken Seite von Fig. 18 je- 20 
weils die Zustande des Abschnitts der Metallfolie 9 bei Be- 
strahiung mit dem Excimer-Laser mil 5 Schiissen unter den 
Bedingungen von 1.1 J/cnr, 1,8 J/cnr, 2,5 J/cnr, 3.2 J/cnr. 
3.9 J/cnr. 4,0 J/cnr und 5,3 J/cnr in abnehmender Reihen- 
folge: wahrend die Bilder auf der rechien Seite von Fig. 18 25 
jeweils die Zusiande des Abschnitts der Metallfolie 9 bei 
Bestrahlung mil dem Excimer-Laser mil 10 Schiissen unter 
den Bedingungen von 1.1 J/cnr. 1.8 J/cnr. 2.5 J/cnr. 3.2 
J/cnr, 3.9 J/cnr, 4,6 J/cnr und 5,3 J/cnr in abnehmender 
Reihenfolge darstellen. Die Bilder auf der linken Seite in 30 
Fig. 19 zeigen jeweils die Zusiande des Abschnitts der Me- 
tallfolie 9 bei Bestrahlung mil dem Excimer-Laser mil 15 
Schiissen unter den Bedingungen von 1.1 J/cnr, 1.8 J/cnr, 
2.5 J/cnr. 3.2 J/cnr, 3.9 J/cnr, 4,6 J/cm : und 5,3 J/cm : in 
abnehmender Reihenfolge; wahrend die Bilder auf der rech- ^ 
ten Seite in Fig. 19 jeweils die Zusiande des Abschnitts der 
Metallfolie 9 bei Bestrahlung mil dem Excimer-Laser mil 20 
Schiissen unter den Bedinguneen von 1.1 J/cnr. 1.8 J/cnr, 
2,5 J/cnr, 3.2 J/cnr, 3.9 J/cnr, 4,6 J/cin : und 5,3 J/cnr in 
abnehmender Reihenfolge darstellen. ***) 

Wie aus den Fig. 16, 17, 18 und 19 ersichtlich ist, kann 
bestatigt werden. daB durch Bestrahlung mil dem Excimer- 
Laser unter den Bedingungen von 3 bis 10 J/cnr und 10 bis 
30 Schiissen das verbliebene Harz in den OtYnungen 3a und 
4 entfernt werden kann. die Oberfiachen der Metallfolien 9 45 
auf den Bodenoberflachen der OlYnungen 3a und 4 geglattet 
werden konnen und der Zustand der Deekpiattiersehicht 10b 
verbessert werden kann. 

In der in Fig. 2 gezeigten vorstehend beschriebenen Aus- 
fuhrungsfomi wird nach Bearbeiiung der Metallfolie 9 auf 50 
einer Oherrlache des Substrats 1 zur Konfiguration einer 
Schaltung unter Bildung der Kontaktanschliisse 2 darin 
gleichzeitig die auf der anderen Oherflache des Substrats 1 
befindliche Metallfolie 9 durch Atzen entfernt und werden 
in der Oherflache des Substrats 1, von der die Metallfolie 9 55 
durch Atzen entfemi wurde, die OtYnungen 3a und 4 gebil- 
det. Auf der anderen Seite wird bei einer in den Fig. 20<a< 
bis (c) dargestellten Ausfuhrungsfonii. wie in Fig. 20(a) ge- 
zeigt. ein Substrat 1 verwendet. dessen beide Oberfiachen 
mit Metallfolien 9 beschichtet sind; Atzresists werden an 60 
den beidcn Metallfolien 9 jeweils gebunden. die beiden Me- 
tallfolien 9 werden anschlieBend belichiet und entwickeli 
und danach jeweils geatzi' wobci. wie in Fig. 20(b) gezeigt. 
die Mciallfolie 9 auf einer Oherflache des Substrats 1 zur 
Konfiguration einer Schaltung und Bildung von Kontakian- 6* 
schlussen 2 dann bearbeitet wird und gleichzeitig in der auf 
der anderen Oherflache des Substrats 1 aufgetragencn Me- 
tallfolie 9 durch das Atzen OtYnungen 14 gebildei werden. 



Die OtYnungen 14 werden derail an der. Posilionen gebddet, 
an denen die OtYnungen 3a und 4 im Sunstrat 1 gebildet wer- 
den sollen. daB die OtYnungen 14 jeweils einen Oftnungs- 
durehnies^er besiizen. uelcher deni Durchmesser der Oll- 
nungen 3a und 4 entspnchi. Durch Bestrahlung des auf- 
grund der derail ausgebildeten OtYnungen 14 treigclegten 
Substrats 1 mil einem (XV-Laser konnen. uie in Fig. 20(c) 
gezeigt. die OtYnungen 3a und 4 mi Substrat 1 gebildet wer- 
den. 

Hierbei wird als (\>-I^aser etn CCV-Lascr L verwendet, 
dessen Strahlenbiindel einen Durchmesser D : besitzt. wel- 
cher groBer als der Durchmesser D. der OtYnungen 3a und 4 
ist (der Durchmesser der OtYnung 14 ist eben falls Di ). Wie 
in Fig. 21 gezeigt. werden selbsi be: Bestrahlung mil einem 
CO-Laser L, dessen Strahlenbiindel einen Durchmesser D : 
besitzi. der grolSer ais der Durchmesser D, der OtYnungen 3a 
und 4 ist. die penpheren Abschmtte des CO^-Lasers L blok- 
kicrt. da die Metallfolien 9 als Maskcn dicnen und somit nur 
der CO : -Laser L. der durch die OtYnungen 14 talli. auf das 
Substrat 1 gestrahlt wird, wodurch die OtYnungen 3a und 4 
derart gebildet werden konnen, da6 sie den gleichen Durch- 
messer wie der Durchmesser D : der OtYnungen 14 haben. 
Daher konnen gemaB der vorliegenden Ausfuhrungsfonii 
unter Ausschaltung nicht nur der Notwendigkcit. als CCh- 
Laser L einen CO:-Laser L mil dem gleichen Sirahlenbun- 
deldurchmesser wie dem Durchmesser der OtYnungen 3a 
und 4 zu verwenden, sondern auch der Notwendigkeit. die 
Strahlungsposition des CO : -Lasers L genau emzusiellen. 
die Hochprazisionsoffnungen 3a und 4 an den Posit ionen 
der in der Metallfolie 9 gebildeten OtYnungen 14 mit glei- 
chem Durchmesser wie die OtYnungen 14 gebildet werden. 

Bei der vorstehend genannten Ausfuhrungsfonii wird als 
optischer Strahl ein Hoehfrequenz-YAG- Laser verwendet. 
Bei der Verwendung des hochfrequenten YAG-Lasers wird 
die Isolierschichi des Substrats 1 unter Bildung der OtYnun- 
gen 3a und 4 sowie der in den OtYnungen 3a und 4 abgela- 
gerte Restausschuft elinunicrt sowie die Obertlache der Me- 
tallfolie 9 an den Bodcn der OtYnungen 3a und 4 gleichzeitig 
geglattet. Insbesondere bei der dritten harmonischen Welle 
des Hochfrcquenz-YAG (Frequenz bei 355 nm) ist die Ab- 
sorpiionsfahigkeit der Isolationsschicht des Substrats 1 oder 
der Kupferfolie der Metallfolie 9 hervonagend und die Os- 
zillationskraft relativ hoch. so dati sie fiir die crfindungsge- 
mafie Behandlung geeignet ist. Weiterhin ist der Strahl gut 
konzentriert. so daB er fur die Behandlung bei kleinem 
Durchmesser verwendbar ist. Die bevorzugie Bestrahlungs- 
bedingung bctragt 10 bis 50 J/cnr und 10 bis 15 Schusse. 

Weiterhin wird bei den vorstehend genannten Ausfuh- 
rungsfonnen als optischer Laser ein CX>2-Laser und derglei- 
chen verwendet. Allerdings kann als optischer Strahl auch 
ein andercr Laser wie ein SHG(zweite hamionische Genera- 
tion )-YAG-Laser, ein THG(dritte harmonische Generation )- 
YAG-Laser, ein SHG-YLF- Laser und ein THG-YLF-Laser 
verwendet werden. Bei Bestrahlung konnen der SHG- YAG- 
Laser, der TUG- YAG-Laser, der SHG-YLF- Laser und der 
THG-YLF-Laser auf die Metallfolie 9, wie eine Kupferfolie 
oder dergleichen, einwirken. Aufgrund dessen konnen unter 
Verwendung eines oder mehrerer dieser Laser die OtYnun- 
gen 3a und 4 im Substrat 1 von oberhalb der Metallfolie 9 
her ausgcbildct werden, ohne daB die Metallfolie 9 vom 
Substrat 1 entfemi werden muB. Zudem kann ohne die Not- 
wendigkcit eines Auens oder dergleichen durch Bestrah- 
lung mil einem oder mehreren der vorstehend genannten 
SHG- YAG-Laser, TUG- YAG-Laser, SHG-YLF-Laser und 
THG-YLF-Laser die Metallfolie 9 zur Konfiguration cincr 
Schaltung und Bildung von Kontaktansehlussen 2 dann be- 
arbeitet werden. 

AnschlieBend werden, wie in Fig. 23 gezeigt, beide Ober- 
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flachen -ies Substrais 1 sandgesirahli. Beispielsueise uird 
A.uminiumoxid-Puher mil cincni Tedchendurchmesser von 
5 un: als Abnebmittel 24 verwendei, dafc heiBt, daB das 
Sandstrahlen durch Aufhnrgen des Ahrehinitiels 24 he ei- 
nem Lufidruck von 5 kg/cnr fur mehrcre Minuien mittels 
einer Sandsirahlvorrichlung durehgefuhn werden kann. 
W'enn die Abnebmitiel 24 unier Sandstrahlung aul die Ober- 
flachen des Subsirats 1 aui diese Weise aufgebracht uerden. 
w:rd. wie in Fig. 22ici gezeigi. nicht nar eine Emwirkung 
des Abnebniitiels 24 durch die Offnungen 31b aul die Ab- 
schnitie des Subsirats 1. welche nichi mil den Strahlresists 
30 bedeck! sind, unier Bildung dcr Offnungen 3a und 4 im 
Subsirai 1 \eraniaBt, sondern auch eine Hinwirkung cer Ab- 
riebniiiiel 24 durch die Offnungen 31b aul" die Abschnitte 
der Meialllbiie 9. welche den Abschnitien des Subsirats 1 
entspreehen. die mchi mil den Strahlresists 30 beaeckt sind, 
wodurch die Meialllbiie 9 zur Konnguranon einer Schal- 
tung und Bildung der Kontaktanschlusse 2 darin bearbeitei 
wird. Da das Sandstrahlen ein anisoiroper Bearbeituncs- 
schrin ist. bei welehem nur die mil den Abriebmitteln 24 
kollidierenden Oberflachen bearbeitei werden, kann das in 
den inneren peripheren Oberflachen der Otfnungen 3a und 4 
verwendete Har/. vorSchaden bewahrt uerden." 

Nach der Durchfuhrung des Sandsirahlens unter Bildung 
der Koniaktan>chlusse 2 und der OiTnungen 3a und 4 im 
Subsirai 1 aul' vorstehende Weise werden. wie in Fig. 22<d. 
gezeigt. die freigelegten auBeren Oberflachen der Kontakt- 
anschlusse 2 jeweils mil Ni und glanzcndem Au unter Bil- 
dung yon Deckplattiersehichten 10a daraul" plaltiert, an- 
schlieBend die Plat lierresi sis jeweils an die freigeleglen au- 
Beren Oberflachen der Kontakianschlusse 2 gebunden und 
die den Bodenabschnitten der Offnungen 3a und 4 gegen- 
uberliegendeii Oberflachen der Kontaktanschlusse 2 jeweils 
mil Ni und nicht glanzendem Au unter Bildung der in Fig. 
22(e) gezeigten Deckplattierschicht 10b plattiert. und an- 
schlieBend werden die Planierresists entfemt, wodurch ein 
gedruckies Schaltungsplatte A vervollstandigt ist. 

GemaB einer ersten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Vertahren zur HerstelJung einer gedrucklen Schal- 
tungsplatte bereitgeslellt. welche ein durch direktes und en- 
ges Anbringen einer Metalltolie auf mindestens einer Ober- 
flache der Schaltungsplatte gebildetes Schaltmusier und je- 
weils von der ancieren Oberflache der Schaltungsplatte ge- 
bildete Offnungen zur elektnschen Verbindung des Schalt- 
rnusters dadurch einschheBt, wobei das Vertahren die 
Schritte umfaBt; 

Bildung der Offnungen von der anderen Oberflachen seite 
der Schaltungsplatte; und 

Glatten einer Oberflache der Metalltolie an der Offnunes- 
seite durch einen Ultraviolett-Laser. 

GemaB einer zweiten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
diem die Offnung zur Einfuhrung eines Verbindungsdrahls. 

GemaB einer dritten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird die Offnung mil einem Lotmittel gefullt. urn eine Lbf- 
kugei a us zubilden. 

GemaB einer vierten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen durch einen optischen Stranl ein- 
schlieBlich eines GO : -Lasers gebildet. 

GemaB einer funften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Subsirai verwendet. dessen beide Oberflachen mil 
Metallfolien beschichtet sind. und nach dem Atzen dcr Me- 
ialllbiie unter Bildung einer Offnung wird ein C<>-Laser 
mi t einem Strahl nut einem groBeren Durchmesscr als die 
Offnung auf den Offnungsabschniit genchtet. urn dadurch 
Orfnungcn im Substrat zu bildcn. 

GemaR einer sechsten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat verwendet. das mil einer Meialllbiie. de~- 
ren anliegende Oberflache oxidationsbehandel: wurde, oder 
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mil einer oxidationsbehandelien Meialllbiie. deren anlie- 
gende Kontaktoberflache einer Aufrauhbehandlung unterzo- 
gen wurde, beschichtet ist 

GemaB einer siehten erindungsgcmaBen Ausgesia lung 
5 schlieBt die Oberflache einer Metalltolie aul dcr anderen 
Oberflache des Subsirats zur Ausbildung cer Offnungen 
mittels Bestrahlung einer Oberflache des Substrais mil ei- 
nen: CO : -Laser mindestens ein Warmeschild oder em Kuhl- 
rohr ein. 

I" GemaB einer achten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird bei der Bestrahlung des Subsirats mil einem CCM-aser 
unter Bildung der Offnungen ein Strahiabschu achungsfiller 
im Zentrum des optischen Sirahlcngangs angeordnet. 
GemaB einer neunten erfindungsgemau-" Ausgesta-tunc 
15 wird der Excimer-Laser auf die Offnungen genchtet. wah- 
rend dessen reflektienes Licht uberwaehi wird. 

GemaB einer zehnten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen mil Plasma bchandelt. 

GemaB einer elften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
20 werden die Offnungen mittels Sandstrahlen behandelt. 

GemaB einer zwolften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat nut darauf heschichteten Metalltbiien ver- 
wendet. werden ein oder mehrere Laser von SHG-YAG- La- 
ser. THG-YAG- Laser, SIIG-YLF-Laser und THG-YLF-La- 
25 ser auf das Substrat gerichiet. urn dadurch Offnungen zu bil- 
den. und die Metalltbiien zur Konfiguration einer Schaltung 
bearbeitei. urn dadurch Kontaktanschlusse zu bildcn. 

Wie vorstehend beschrieben umfaBt erne gedruckte 
Schaltungsplatte ein Substrat 1 einschheBlich eines Teilein- 
io bnngungsabschnitts 3, in dem ein ciekuisches Teil 5 einge- 
bracht werden kann. eine Vielzahl von Kontaktanschlussen 
2. die jeweils auf einer Oberflache des Substrais 1 ausgebil- 
det sind und deren Oberflachen nach auBen unter Bereitstel- 
lung extemer Kontakte freigelegi sind, sowie jeweils in der 
« anderen Oberflache des Substrais 1 ausgebildeten Offnun- 
gen 4 zur Einfugung von Verbindung sdrahten 6. die zur Ver- 
bindung des in den Teileinbnngungsabschmti 3 des Sub- 
sirats einzubringenden e lek iron isc hen Teils 5 mil den ver- 
bundenen Kontaktanschlussen 2 verwendet werden. Bei der 
4<J gedruckten Schaltungsplatte ist jeder KontaktanschluB 2 aus 
einer Meialllbiie 9 gebildet. die direkt und enc an dem Sub- 
strat 1 angebrachi ist Dadurch kann eine Vemngerung der 
Hitzebestandigkeit eines gedruckten SehaJtungsplattes ver- 
hindert werden, welche auftritt. wenn die zur Bildung der 
45 Kontaktanschlusse 2 verwendete Meialllbiie unier Verwen- 
dung eines Haftmittels mil dem Substrat 1 verbunden ist. 

Patentanspruche 

1. Vertahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte. welche ein durch direktes und enges An- 
bringen einer Metalltolie (9) auf mindestens einer 
Oberflache der Schaltungsplatte gebildetes Schaltmu- 
sier und jeweils von der anderen Oberflache der Schal- 
tungsplatte gebildete Offnungen (3a, 4. 104) zur elek- 
trischen Verbindung des Schaltmusters dadurch ein- 
schheBt. wobei das Vertahren die Schritte umfaBt: 
Bildung der Offnungen (3a. 4, 104) von der anderen 
Obertlachenseite der Schaltungsplatte: und 
Glatten einer Oberflache dcr Meialllbiie (9) an derOff- 
nungsseite durch einen Ultraviolett-Laser. 

2. Vertahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1. wobei die Offnung (4) 
zur Einfuhrung eines Verbindungsdrahts (6) dient. 

3. Vcrfahrcn zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1. wobei die Offnung (104) 
nut einem Lotmittel (116) gefullt wird. urn eine Lotku- 
gel (117 1 auszubilden. 
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4. Verfahren /ur Herstellung einer gedruekien Scnal- 
ungsplattc nach Ansprueh 1. wobei die OtYnungen 3a. 

4. 1(M» dureh einen optischen Strahl einsehlielxich ei- 
ne\ ( "0 : -l asjrs gebildei w erder 

>. Verfahren zur Herstellung cincr gedruckten Scnal- 5 
ungsplatte nach Ansprucn 1. wobei bcidc Oberflachen 
des Substrais (1. 101) mil Metallfolien <9) beschicnte: 
sind. ueiterhin umtassend: 

Atzen cincr Metallfolie (9) unier Bildung einer Off- 
nur.i; 1 14 1: und id 
Richtcn eines CO : -Lasers mil einem Strahl mil einen: 
grotieren Durchmcsscr ais die Offnung (14) auf dcr. 
Offnung sabschnitt. urn dadurch OtYnungen (3a. 4. 104 1 
.in Substrai /u bilden. 

'). Verfahren /.ur Herstellung einer gedruckten Serial- i> 
i ungsplatte naeh Ansprueh 1, wobei das Subsirai (1. 
101) eine Kontaktoberflachc einschlieBi. die mil einer 
oxidaiionsbchandeltcn Metalllolic (9) besehichtct ist. 
deren Kontakioberflacne einer Aufrauhbehar.dlung un- 
ler/.ogen wurde. 20 
7. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
iungsplaite nach Ansprueh 1. weiterhin unilassend: 
ein Kuhlelement. welches auf der Oberflache der Me- 
tallfolie (9) auf der anderen Substraioberfiaehe ange- 
ordnel isi und mindesiens ein Warincsehild (42) oder 25 
ein Kuhlrohr (44) einsehlieRt. 

5. Vertahren zur Herstellung einer gedruckten SchaJ- 
tungsplatte nach Ansprueh 1. weiterhin umfassend: 
einen Strahlabsehwachungsftlier (45), der ini Zentrum 
des oplisehcn Strahlengangs angeordnet ist. 30 

9. Vertahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
lungsplatte nach Ansprueh 1, wobe: der Excimer- Laser 
auf die Oft nungen (3a. 4. 104) geriehtet wird. wahrend 
sein reflektiertes Licht iiberwacht wird. 

10. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Serial- ^ 
t ungsplatte nach Ansprueh 1. wobei die OtYnungen :3a, 

4, 104) mil Plasma behandelt werden. 

1 1 . Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
i ungsplatte nach Ansprueh 1. wobei die OtYnungen (3a, 

4. 104) mittels Sandstrahlen behandelt werden. 40 

12. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
mngsplatie naeh Ansprueh 1, wobei ein Subsirat (1, 
101 ) mit Metallfolien (9) besehiehtet und zumindest ei- 
ner dcr Laser von SHG-YAG -Laser, TIIG-YAG- Laser. 
SHG-YLF- Laser und THG-YLF-Laser auf das Sub- 45 
strat (1. 101) geriehtet wird. urn dadurch OtYnungen 
(3a, 4, 104) zu bilden, und das Vertahren weiterhin die 
Sehntte umfaBt: 

Bildung einer Konfiguration einer Schaltung auf den 
Metallfolien (9). um dadurch Kontaktanschlusse (2) zu 50 
bilden 
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